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Prufungsantrag genn. § 44 PatG ist gestellt 

(S) Vorrichtung zum Atzen einer Halbleiterscheibe 

@ Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum At- 
zen einer Hatbleiterscheibe (Wafer) nach Art einer Atzdo- 
se mtt einem Grundkorper, an dessen einer Oberseite die 
Halblelterscheibe mit ihrer einen Seite im Randbereich 
mittels einer umlaufenden Dichtung nach auBen abge- 
dichtet anbringbar Ist. 

Um eine solche Vorrichtung mit mogh'chst geringem Auf- 
wand herstellen zu kdnnen, besteht erfindungsgemafS die 
Dichtung aus zwei voneinander beabstandeten, umlau- 
fenden Dichtungslippen (2, 3), und im Bereich zwischen . 
den Dichtungslippen [2, 3) mundet eine Unterdrucklei- 
tung (4). 
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Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Ai- 
zen einer Halbleiterscheibe (Wafer) nach Art einer Atzdose 
mil einem Grundkorper, an dessen einer Oberseite die Halb- 
leiterscheibe mil ihrer einen Seite im Randbereich mittels 
einer umlaufenden Dichtung nach auBen abgedichtet anb- 
ringbarist. 

Eine Vorrichtung dieser Art ist in der intemationalen An- 
meldung WO 92/02948 beschrieben. Bei dieser bekannten 
Vomchtung ist ein wannenfomiiger Grundkorper mit einer 
umlaufenden Nut versehen, in der ein ORing eingeiegt ist. 
Die bekannte Vorrichtung weist daruber hinaus einen ring- 
formigen Deckel auf, der ebenfalls in einer umlaufenden 
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fbmaiges Bodenteil eingeschnappt ist. 

Urn wahrend eines einseitigen Atzens einen Uberdruck 
innerhalb des Grundkorpers der erfindungsgeinaBen Vor- 
nchtung zu vermeiden, ist gemaB einer Weiterbildung der 
Erfindung aus dem Bereich innerhalb der von den Dich- 
tungslippen gebildeten Dichtung durch den Grundkorper 
nach auBen mindestens ein Ausgangskanal gefuhrt 1st ein 
weiterer Ausgangskanal yorgesehen, dann kann iiber diesen 
wahrend des Atzens ein Spiilvorgang mit z. B, einem 
Reinstgas ablaufen. 

Der Ausgangskanal . kann an unterschiediichen Seiten 
beispielsweise auch im Bereich des scheibenformigen Bo-' 
denteils des Grundkorpers der erfindungsgemaBen Vorrich- 
tung nach auBen gefuhrt sein; als besonders Vorteilhaft wird 
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^ V Orundkorper und Deckel ist die! eine Seite der Halbleiter- 
scheibe nach auBen und damit beim Atzen'gegenuber dem 
Atzmedium abgedichtet; die andere, zu atzende Seite der 
Halbleiterscheibe ist bis. auf. den. vom Deckel abgedeckten 
Randbereich frei fiir den Zutritt durch das Atzmittel, • 
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrich- 
' tung zum Atzen einer Halbleiterscheibe vorzuschlagen die 
yergleichsweise einfach und damit kostengunstig aufgebaut 
ist iind die Halbleiterscheibe so gut wie gar nicht mecha- 
nisch beansprucht. ' ^ ' 

Zur Losung dieser Aufgabe besteht bei einer Vorrichtung 
der cingangs angegebenen Art erfindungsgemaB die Dich- 
tung aus zwei voneinander beabstandeten. umlaufenden 
Dichtungshppen, und im Bereich zwischen den Dichtungs- 
hppen mundet eine Unterdruckleitung, 

Ein wesentlicher Vorteil der crfindungsgemaBen Vorrich- 
tung zum Atzen einer Halbleiterscheibe besteht darin, daB . 
- sie nur aus dem Grundkorper als einem einzigen KorpcV be- 
steht, so daB ein zweites zu dem Grundkorper passendcs 
Deckelteil nicht erforderlich ist. Bin weiterer Vorteil der cr- 
findungsgemaBen Vorrichtung besteht darin, daB allein 
durch Erzeugen eines Unterdrucks zwischen den Dichtungs- 
Iippen die Anbringung der Halbleiterscheibe an der Vomch- 
tung erfolgt. Als zusatzliche Vorteilc sind anzusehen daB 
die Halbleiterscheibe infolge der Halterung iiber die uirilau- 
fenden Dichtungslippen spannungsfrei gehalten ist und daB 
die Halbleiterscheibe auf ihrer zu atzendcn Seite volikoni- 
men bloB licgt und sornit optimal ausgenuizt werden kann. 

Die crhndungsgemaBe Vorrichtung ist zum ein- und zwei- 
senigen Atzen von Halbleiterscheiben gecignel. Zum' - 
gleichzeitigen - zweiseitigen Atzen weist der Grundkorper 
vortcilhafterweise ein groBes Durchgangsloch auf, ist also 
gewissennaBen als Ringkorper ausgebildet. 

Zum einseitigen Atzen einer Halbleiterscheibe weist der 
Grundkoiper in vorteilhafter Weise an seiner von der einen 
Oberseite abgewandten Seite einen Boden auf 

Bei einer besonders kostengunstig herzustellenden Aus- 
fuhrungsfonii der erfindungsgemaBen Vorrichtung isl der 
Grundkorper aus elastischem Material gegossen, und die 
umlaufenden Dichmngslippen sind angegossen. Es bedarf in 
diesem Falle keiner zusalzlichcn fertigungstechnischen 
MaBnahmen, urn die Dichtungslippen an dem Grundkorper 
anzubringen. 

^ Besonders kostengunstig laBt sich die erfindungsgemaBe 
Von-ichtung zum einseitigen Atzen einer Halbleiterscheibe 
dann herslellen, wenn der Grundkorper aus einem im we- 
sentlichen ringtonnigen GuBkorpcr aus dem elastischcn 
Material besteht, in deh ein den Boden bildendes, scheiben- 
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maBen Vornchtung unterschiedlich ausgebildet sein bei- 
spielsweise als federnde Kontaktpiatte ab Grundkorper Als 
besonders vorteilhaft wird es jedoch aus konstruktiven und 
•fertigungstechnischen Griinden angesehen, wenn eine an 
dem Grundkorper gehaltene elektrische Federkontakt-Ein- ' 
nchtung mindestens eine Kontakt-Blatcfeder aufweist, die 
am Grundkorper zwischen den umlaufenden Dichtuneslip- " 
pen angeordnet ist. : . ' ' . . - 

Urn eine. gute elektrische Kontaktgabe zur zu atzen den ' 
Halbleiterscheibe zu erreichen, sind vier Kontakt-Blattfe- 
dern gleichmaBig iiber den Umfang der umlaufenden Dich- 
tungslippen verteilt angeordnet. • ^ .'^ • ; 

Eine elektrische AnschluB vorrichtung fiir die Federkon- 
takt-Einnchtung kann ebenfalls unterschiedlich ausgefiihrt 
sem, zum Beispiel von einem innerhalb des Grundkorpers 
nach auBen gefuhrten, an der oben erwahnten Kontaktpiatte 
angeschlossenen Leiter bestehen. Zureinfachen Hcrstellung 
erscheint es besonders vorteilhaft, wenn eine elektrische 
AnschluBvorrichtung der Federkontakt-Einrichtung minde- 
stens ein Kontaktblech aufweist, das in den Grundkorper 
eingebettet und an scinem iiuBeren Ende eine von auBen zu- 
ganghche Kontaktzungc aufweist und an seinem inneren 
Ende Kontaktstifte mit seitlichen Schlitzen triigt, in die die 
Kontakt-Blattfedem einfuhrbar sind. 

Zur weiteren Erlauteruhg der Erfindung ist in 
Fig. 1 eine Draufsicht auf ein Ausfuhrungsbeispiel der er- 
findungsgeinaBen Vorrichtung zum einseitigen Atzen cincr 
Halbleiterscheibe, in , 
. Fig. 2 eine Ansicht auf die AnschluBscite des Ausfuh- 
rungsbcispiels nach Fig, L in 

Fig. 3 ein Schnitt durch das Ausfuhrungsbeispiel geniaB 
Tig.^ 1 entlang der Linie Hl-nr der Fig. 2, in 
, Fig, 4 ein Schnitt durch dasselbe Ausfuhrungsbeispiel 
enilang der Linie IV-IV der Fig. 3 und in 

Fig. 5 ein vergroBerter Ausschnitt aus einem Querschnitt 
im Bereich der umlaufenden Dichtungslippen dargeslellt • 

Wie die Fig, 1 zeigt, weist die erfindungsgemaBe Vorrich- 
tung einen GuBkorper 1 auf, der aus elastischem Material 
gegossen ist. Wie insbesondere die Fig. L 4 und 5 crkennen 
lassen, sind an dem GuBkorper 1 zwei Dichtungslippen 2 
und 3 angegossen. Die Dichtungslippen 2 und 3 sind mnlau- 
fend ausgefiihrt und in einem Abstand a angeordnet wie 
dies Fig. 5 zeigt. Insbesondere die Fig, 3 und 4 lassen erkcn- 
nen, daB in den Bereich zwischen den Dichtungslippen 2 
und 3 eine Unterdruckleitung 4 gefuhrt ist, die aus einem 
etwa in der MiUenebene des GuBkorpers 1 verlaufenden 
Leitungssluck 5 und einem weiieren dazu im rechlen Wnkel 
verlaufenden und in den Bereich zwischen den Dichlungs- 
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lippen 2 und 3 endenden weiteren Kanalstiick 6 besteht, 

Der GuBkorper 1 ist mit einem relativ groBen Durch- 
gangsloch 7 versehen, das durch ein scheibenformiges Bo- 
denteil 8 verschlossen ist; das Bodenteil 8 ist in eine umlau- 
fende Nut 9 des GuBkorpers 1 eingeschnappt, so daB der 5 
GuBkorper 1 mit dem scheibenformigen Bodenteil 9 einen 
wannenartigen Grundkorper 10 bildet. 

Vor dem einseitigen Atzen einer Halbleiterscheibe wird 
diese gegen die umlaufenden Dichtungslippen 2 und 3 in 
Richtung des Pfeiles P gemaB Fig. 4 angelegt und durch Ab- 10 
saugen von Luft iiber die Unterdruckleitung 5 an dem 
Grundkorper 10 festgehalten. Da das Atzen unter erhohter 
Temperatur erfolgt, wiirde sich ohne weitere MaBnahmen in 
dem Raum 11 zwischen der nicht dargestellten Halbleiter- . 
scheibe und dem scheibenformigen Bodenteil 8 ein Uber- 15 
druck bilden, der zu einer Beschadigung der Halbleiter- 
scheibe ftihren konnte. Um dies zu yermeiden, ist - wie 
deutlich die Fig. 3 zeigt - ein Ausgangskanal 12 vorgese- 
hen, der von einem auBeren AnschluBrohr 13 ausgehend bis 
Jns Innere des Grundkorpers 10 in den Bereich 11 fiihrt. 20 
Ober diesen Ausgangskanal 12 ist der Bereich 11 mit der 
Umgebungsluft verbunden, so daB in ihm stets Atmospha- 
rendruck herrscht; ein Oberdruck mit der Gefahr einer Be- 
schadigung der Halbleiterscheibe ist dadurch vermieden. 

Wie insbesondere die Fig. 1 und 5 erkennen lassen, ist an 25 
dem Gmndkorper 10 im Bereich zwischen den Dichtungs- 
lippen 2 und 3 eine Federkontakt-Einrichtung angebracht, 
die aus Kontakt-Blattfedern 14, 15, 16 und 17 besteht. Jede 
, dieser Kontakt-Blattfedern 14 bis 17 ist gewellt ausgefuhrt , 
und liegt somit mit einigen Punkten unter elektrischer Kon- 30 
taktgabe an der zu atzenden Halbleiterscheibe an, wenn 
diese durch die Dichtungslippen 2 und 3 bei Unterdruck in 
der Unterdruckleitung 4 festgehalten ist. Die Kontakt-Blati- 
fedem 14 bis 17 sind rnittels einer elektrischen AnschluB- 
vorrichtung an ein elektrisches Potential anlegbar, wobci in 35 
dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel die elektrische An- 
schluBvorrichtung zwei Kontaktbleche 18 und 19 aufwcist 
(siehe Fig, 3). Jedcs dieser Kontaktbleche ist init einer Kon- 
taktzunge 20 bzw. 21 an ihreni auBeren Ende versehen; iin 
Innern des Grundkorpers 10, in dem die Kontaktbleche 18 40 
und 19 cingegosscn sind, bcfinden sich an den Kontaktblc- 
chen Kontaktstiftc 22, 23 sowic 24 und 25 angebracht, von 
dencn in der Fig. 5 nur der Kontaktstift 22 erkennbar ist. 
Wie insbesondere diese Figur zeigt, ist jeder der Konlakt- 
stiflc 22 bis 25 mit einem Querschlitz 26 versehen, in dep 45 
die jcwcilige Kontakt-Blattfeder von der Seite her einfiihr- 
barist. 

tibcr die Kontaktzungen 20 und 21 der Kontaktbleche 18 
und 19 ist beim elektrochemischen Atzen einer Halbleiter- 
scheibe elektrisches Potential eincs sogenannten Potentio- 50 
staien angelegt, der auBerdeiii mit einer Gcgenelektrode und 
einer Referenzcleklrode verbunden isl, wie dies aus der eu- 
ropiiischcn Patentanmeldung BP 0 253 420 A 1 in grund- 
salzlichcr Anbrdnung hervorgeht. 

Da sich die erfindungsgemaBe Vorrichtung beirn Atzen 55 
vorzugsweise in einer senkrechten Anordnung mit den Kon- 
takt/ungcn 20 und 21, der Unterdruckleitung 4 und dem 
Ausgangskanal 12 nach oben befindet, sind in den Grund- 
korper 10 Durchgangslocher 27 zur AuHiangung und zum 
Transport vorgcsehen. 60 

Patent anspruche 

1. Vorriclitung zum Atzen einer Halbleiterscheibe 
(Wafer) nach Art einer Atzdose mit 65 
- einem Grundkor|?er, an des sen einer Oberseite 
die Halbleiterscheibe mit ih'rer einen Seile im 
Randbereich.niitlels einer umlaufenden Dichtung 
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nach aul3en abgedichtet anbringbar ist, dadurch 
gekennzeichnet, daB 

- die Dichtung aus zwei voneinander beabstande- 
ten, umlaufenden Dichtungslippen (2, 3) besteht 
und 

- im Bereich zwischen den Dichtungslippen (2, 
3) eine Unterdruckleitung (4) miindet. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ' 

- der Grundkorper (10) zum einseitigen Atzen 
der Halbleiterscheibe an seiner von der einen 
Oberseite abgewandten Seite einen Boden (8) auf- 
weist. - , 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dalJ - , . 

. -: der Grundkorper zum zweiseitigen Atzen der 
Halbleiterscheibe ein groBes Durchgangsloch auf- 
-weist. , . . ' 

4. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An- 
. spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB 

der Grundkorper (10) aus elastischem Material 
gegossen ist und die iimlaufenden Dichtungslip- 
pen (2, 3) ange'gossen sind. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB - der Grundkorper (10) aus einem im we- 
sentlichen ringformigen GuBkorper (1) aus dem elasti- 
schen Material besteht, in den ein scheibenformiges 
Bodenteil (8) eingeschnappt ist. 

6. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An- 
sprtiche, dadurch gekennzeichnet, daB 

- aus dcrn Bereich innerhalb der von den Dich- 
tungslippen (2, 3) gebildeten Dichtung durch den 
Grundkorper (10) nach auBen mindestens ein 
Ausgangskanal (12) geflihrt ist, 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-. 
zcichnet, daB 

- der Ausgangskanal (12) in dem ringformigen 
GuBkorper (1) verlauft. 

8. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An- 
spriichc, dadurch gekennzeichnet, daB 

- eine an dem Grundkorper (10) gehaltene elek- 
trische Federkontakt-Einrichtung mindestens eine 
Kontakt-Blattfeder (14, 15, 16, 17) aufweist, 

- die am Grundkorper (10) zwischen den umlau- 
fenden DichtungsHppen angeordnet ist . 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB 

- vier Kontakt-Blattfedern (14, 15, 16, 17) 
gleichmaBig iiber den Unifang der umlaufenden 
Dichtungslippen (2, 3) verteilt angeordnet sind. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daR 

- eine elektrische AnschluBvorrichtung der Fe- 
derkontakt-Einrichrung (14, 15, 16; 17) niindc- 
stens ein Kontaktblech (18, 19) aufweist, das 

~ in den Grundkorper (10) cingebeUet und an sei- 
nem auBeren Ende eine von auBen zugangliche 
Kontaktzunge (20, 21) aufweist und 

- an seinem inneren Ende Kontaktstiftc (22, 23, 
24, 25) mit seit lichen Schlitzen (26) tragi, in die 
die Kontakt-Blatlfedem (14, 15, 16, 17) einfuhr- 
bar sind. 
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